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【57】申請專利範圍
1.　一種 3D多孔徑成像裝置，其包含：一影像感測器，其具有多個影像感測器區域，其中
各影像感測器區域包括多個像素；第一多個光學通道，其用於將一全視野之重疊的第一

部分視野投影於該影像感測器之第一影像感測器區域上；第二多個光學通道，其用於將

該全視野之彼此重疊且與該等第一部分視野重疊的第二部分視野投影於該影像感測器之

第二影像感測器區域上，其中該等第一多個光學通道及該等第二多個光學通道經配置為

彼此側向地偏移一基本距離；一處理器，其經組配以自該影像感測器接收影像感測器資

料且經組配以提供包含一資料標頭及酬載資料之一輸出訊號，該影像感測器資料包含關

於投影於該等第一多個影像感測器區域及該等第二多個影像感測器區域上之該等第一部

分視野及該等第二部分視野的資訊，其中該資料標頭包含關於該 3D多孔徑成像裝置之
結構的資訊且其中該酬載資料包含自該等第一影像感測器區域及該等第二影像感測器區

域之該等像素獲取的影像資訊。

2.　如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以形成該輸出訊號，以使得該
資料標頭包含關於該等第一多個光學通道或該等第二多個光學通道之一數目的資訊。
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3.　如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以形成該輸出訊號，以使得該
資料標頭包含關於將該全視野分段為該等第一部分視野或該等第二部分視野的資訊。

4.　如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，具有包含該等第一多個光學通道的一第一影像擷取
模組，及具有包含該等第二多個光學通道的至少一個第二影像擷取模組，其中該處理器

經組配以形成該輸出訊號，以使得該資料標頭包含關於該 3D多孔徑成像裝置之影像擷
取模組之一數目的資訊。

5.　如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以形成該輸出訊號，以使得至
少對於一第一影像感測器區域，該資料標頭包含關於以下各者之資訊：關於一第一影像

延伸方向之像素之一數目；及用於一第二影像延伸方向上之像素之一數目。

6.　如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以形成該輸出訊號，以使得對
於該等光學通道中之至少一者，該資料標頭包含關於該 3D多孔徑成像裝置中之該至少
一個光學通道之一空間座標的資訊。

7.　如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以形成該輸出訊號，以使得該
資料標頭包含關於該基本距離之資訊。

8.　如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以形成該輸出訊號，以使得該
資料標頭包含關於至少一個光學通道之一場角的資訊，或使得該資料標頭包含關於一中

心場區域及沿一第一及第二視野延伸方向之一場延伸的資訊。

9.　如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以形成該輸出訊號，以使得該
資料標頭包含關於該等第一影像感測器區域或該等第二影像感測器區域中之一者的該等

像素中之至少一者的一像素大小的資訊。

10.   如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以形成該輸出訊號，以使得該
資料標頭包含關於以下各者之資訊：該 3D多孔徑成像光學件周圍之一大氣之一壓力、
該 3D多孔徑成像光學件之一環境溫度、及/或該 3D多孔徑成像光學件之一操作溫度。

11.   如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以形成該輸出訊號，以使得該
資料標頭包含關於該 3D多孔徑成像裝置之至少一個光學通道之一失真的資訊。

12.   如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以形成該輸出訊號，以使得該
資料標頭包含關於該 3D多孔徑成像裝置之至少一個光學通道之漸暈的資訊。

13.   如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以形成該輸出訊號，以使得該
資料標頭包含關於該影像感測器之一有缺陷像素的資訊。

14.   如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以形成該輸出訊號，以使得該
酬載資料包含關於所擷取影像之一分行或一分欄的資訊。

15.   如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以壓縮關於投影於該等第一多
個影像感測器區域及該等第二多個影像感測器區域上之該等第一部分視野及該等第二部

分視野的資訊以獲得經壓縮影像資料，且形成該輸出訊號，以使得該酬載資料包含關於

該經壓縮影像資料之資訊。

16.   如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以處理關於投影於該等第一多
個影像感測器區域及該等第二多個影像感測器區域上之該等第一部分視野及該等第二部

分視野的資訊以獲得一全影像，且其中該處理器經組配以形成該輸出訊號，以使得該酬

載資料包含關於該全影像之資訊。

17.   如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該等第一多個光學通道係配置成一第一單行陣
列，且其中該等第二多個光學通道係配置成一第二單行陣列。

18.   如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該處理器經組配以形成該輸出訊號，以使得該
資料標頭包含關於該基本距離之資訊及關於將該全視野分段為該等第一部分視野或為該
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等第二部分視野的資訊，且形成該輸出訊號，以使得對於各第一影像感測器區域，該酬

載資料包含關於在該影像感測器區域中擷取之該影像的資訊，且對於各第二影像感測器

區域，該酬載資料包含關於在該影像感測器區域中擷取之該影像的資訊。

19.   如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中該等第一多個光學通道形成沿一第一方向配置
之一第一一維陣列，而該全視野之該等第一部分視野形成沿垂直於該第一方向之一第二

方向配置的一第二一維陣列；且該等第二多個光學通道形成沿該第一方向配置之一第三

一維陣列。

20.   如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其進一步包含：一記憶體，其用於儲存該輸出訊
號；或一資料介面，其用於輸出該輸出訊號。

21.   如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其進一步包括用於將該全視野之彼此重疊且與該等
第一部分視野重疊的第三部分視野投影於該影像感測器之第三影像感測器區域上的第三

多個光學通道，其中該等第一多個光學通道及該等第二多個光學通道經配置為彼此側向

地偏移一基本距離；其中該處理器經組配以自該影像感測器接收影像感測器資料，該影

像感測器資料包含關於投影於該等第三多個影像感測器區域上之該等第三部分視野的資

訊，且該處理器經組配以提供該輸出訊號，以使得該酬載資料包含自該等第一影像感測

器區域、該等第二影像感測器區域及該等第三影像感測器區域之該等像素獲取的影像資

訊。

22.   如請求項 1之 3D多孔徑成像裝置，其中逐像素地或對於像素叢集，該資料標頭或該酬
載資料包含深度資料、關於將該等像素分段為該等像素叢集的一指示及/或關於該等像素
叢集之深度資訊及/或距離資訊的一指示。

23.   一種影像訊號，其包含：一資料標頭，其包含關於一 3D多孔徑成像裝置之一結構的資
訊；以及酬載資料，其包含自該 3D多孔徑成像裝置之第一影像感測器區域及第二影像
感測器區域之像素獲取的影像資訊，其中該等第一影像感測器區域及該等第二影像感測

器區域之該影像資訊各自係關於一全視野之多個部分視野。

24.   一種用於處理一輸入訊號之裝置，該輸入訊號包含一資料標頭及酬載資料，其中該資料
標頭包含關於一 3D多孔徑成像裝置之一結構的資訊，且其中該酬載資料包含自第一影
像感測器區域及第二影像感測器區域之像素獲取的影像資訊，其中該等第一影像感測器

區域及該等第二影像感測器區域之該影像資訊各自係關於一全視野之多個部分視野，該

裝置包含：一輸入介面，其用於接收該輸入訊號；以及一處理器，其用於藉由考慮關於

針對該等部分視野中之一第一部分視野及該等部分視野中之一第二部分視野之至少第一

影像感測器資訊的該 3D多孔徑成像裝置之該結構之該資訊，來處理該酬載資料。
25.   一種用於提供一 3D多孔徑成像裝置之一輸出訊號的方法，其包含：提供具有多個影像

感測器區域之一影像感測器，其中各影像感測器區域包含多個像素；提供用於將一全視

野之重疊的第一部分視野投影於該影像感測器之第一影像感測器區域上的第一多個光學

通道；提供用於將該全視野之彼此重疊且與該等第一部分視野重疊的第二部分視野投影

於該影像感測器之第二影像感測器區域上的第二多個光學通道，其中該等第一多個光學

通道及該等第二多個光學通道經配置以使得其彼此側向地偏移一基本距離；自該影像感

測器接收影像感測器資料，該影像感測器資料包含關於投影於該等第一多個影像感測器

區域及該等第二多個影像感測器區域上之該等第一部分視野及該等第二部分視野的資

訊；以及產生該輸出訊號，以使得該輸出訊號包含一資料標頭及酬載資料，以使得該資

料標頭包含關於該 3D多孔徑成像裝置之結構的資訊且使得該酬載資料包含自該第一影
像感測器區域及該第二影像感測器區域之該等像素獲取的影像資訊。

26.   一種多孔徑成像裝置，其包含：一影像感測器，其具有多個影像感測器區域，其中各影
像感測器區域包含多個像素；多個光學通道，其用於將一全視野之重疊的部分視野投影
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於該影像感測器之影像感測器區域上；其中該等多個光學通道形成沿一第一方向配置之

一一維陣列，而該全視野之該等部分視野形成沿垂直於該第一方向之一第二方向配置的

一一維陣列。

27.   如請求項 26之多孔徑成像裝置，其中該等多個光學通道為第一多個光學通道，其中該等
部分視野為第一部分視野，其中該等影像感測器區域為第一影像感測器區域，其中該多

孔徑成像裝置形成為一 3D多孔徑成像裝置且包含：第二多個光學通道，其用於將該全
視野之彼此重疊且與該等第一部分視野重疊的第二部分視野投影於該影像感測器之第二

影像感測器區域上，其中該等第一多個光學通道及該等第二多個光學通道經配置為彼此

側向地偏移一基本距離。

28.   一種用於擷取一全視野之方法，其包含：配置具有多個影像感測器區域之一影像感測
器，其中各影像感測器區域包含多個像素；配置用於將該全視野之重疊的部分視野投影

於該影像感測器之影像感測器區域上的多個光學通道；其中配置該等多個光學通道經執

行以使得該等多個光學通道形成沿一第一方向配置之一一維陣列，而該全視野之該等部

分視野形成沿垂直於該第一方向之一第二方向配置的一一維陣列。

圖式簡單說明

下文將參看隨附圖式論述本發明之較佳實施例。圖式展示： 圖 1a為根據實施例之 3D多
孔徑成像裝置之示意性透視圖； 圖 1b為根據本文中所描述之實施例的圖 1a之可在使用時之
3D多孔徑成像裝置； 圖 2為根據本文中所描述之實施例的作為合併影像之基礎的概念之示
意性說明； 圖 3為根據本文中所描述之實施例的輸出訊號之結構之示意圖，該輸出訊號包含
根據實施例之資料標頭及酬載資料； 圖 4為根據實施例之輸出訊號之結構的示意圖，其中資
料標頭包含對 3D多孔徑成像裝置之描述及關於全視野之分段的資訊； 圖 5a至圖 5b為根據
實施例之藉由處理器考慮多個資訊源而形成的輸出訊號之結構之示意圖； 圖 6為根據實施例
之輸出訊號之元素的示意性綜述； 圖 7為根據本文中所描述之實施例之第二態樣的另一多孔
徑成像裝置之示意圖； 圖 8為根據實施例之用於處理輸出訊號的裝置之示意性方塊圖； 圖 9a
為在第一操作狀態下之根據實施例的裝置之示意性側視截面圖； 圖 9b為在第二操作狀態下
之圖 9a的裝置之示意性側視截面圖； 圖 10a為根據另一實施例之裝置之示意性側視截面圖，
該裝置包含蓋罩； 圖 10b為在第二操作狀態下之圖 10a的裝置之示意性側視截面圖； 圖 10c
為在第三位置中之圖 10a的裝置之示意性側視截面圖； 圖 11a為在第一操作狀態下之根據另
一實施例的裝置之示意性側視截面圖，該裝置包含至少部分透明之蓋罩； 圖 11b為在第二操
作狀態下之圖 11a的裝置之示意性側視截面圖； 圖 11c為圖 11a之裝置之示意性側視截面
圖，其中光束偏轉構件另外可以平移方式移動； 圖 12a為在第一操作狀態下之根據實施例的
裝置之示意性側視截面圖，該裝置具有可以平移方式移置之蓋罩； 圖 12b為在第二操作狀態
下之圖 12a的裝置之示意性側視截面圖； 圖 13a為根據實施例之裝置之示意性側視截面圖，
其中蓋罩係以可旋轉地移動之方式配置； 圖 13b為圖 13a之裝置之示意性側視截面圖，其中
行進托架可以平移方式移動； 圖 13c為在第二操作狀態下之圖 13a的裝置之示意性側視截面
圖； 圖 14a為在第一操作狀態下之根據實施例的裝置之示意性側視截面圖，該裝置包含相較
於圖 13之裝置至少部分透明的蓋罩； 圖 14b為圖 14a之裝置之示意性側視截面圖，其中光
束偏轉構件包含在第一位置與第二位置之間的中間位置； 圖 14c為圖 14a之裝置之示意性側
視截面圖，其中光束偏轉構件完全延伸出外殼體積； 圖 14d為圖 14a之裝置之示意性側視截
面圖，其中相較於圖 14a至圖 14c，至少部分透明之蓋罩之間的距離擴大； 圖 15為根據實施
例之裝置之示意性透視圖，該裝置包含三個多孔徑成像裝置； 圖 16為圖 15之裝置之區段的
放大透視圖； 圖 17為根據實施例之裝置之示意性透視圖，其中光束偏轉構件藉助於安裝元
件連接至多孔徑成像裝置； 圖 18a為在第一操作狀態下之根據實施例的裝置之示意性透視
圖，該裝置具有例示性形狀之蓋罩； 圖 18b為根據實施例之在第二操作狀態下的圖 18a之裝
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置之示意圖； 圖 18c為根據實施例的圖 18a之替代例之示意性說明； 圖 19a至圖 19c為根據
實施例之多孔徑成像裝置之詳細說明； 圖 19d至 19f為根據實施例的根據圖 19a至圖 19c之
多孔徑成像裝置針對光學通道之光學件藉由共同載體固持之狀況的組配； 圖 20為根據圖 19a
至圖19c之多孔徑成像裝置，根據實施例，該多孔徑成像裝置藉由用於實現相對移動以用於
光學影像穩定及用於調適聚焦之額外構件補充； 圖 21a為根據實施例之配置於扁平外殼中的
多孔徑成像裝置之示意圖； 圖 21b為用於立體地擷取全視野之多孔徑成像裝置之示意性結
構； 圖 22a為根據實施例之另一多孔徑成像裝置之示意圖，根據實施例，該多孔徑成像裝置
藉由用於實現相對移動以用於聚焦控制及光學影像穩定之額外構件補充； 圖 22b至圖 22e為
根據實施例之光束偏轉裝置之示意性側視圖； 圖 23a為根據實施例之多孔徑成像裝置之示意
圖，該多孔徑成像裝置具有用於光學特性之通道個別調整的調整構件； 圖 23b為根據實施例
之具有調整構件的多孔徑成像裝置之變化； 圖 24為根據實施例之藉由額外致動器補充的圖
22a之裝置之示意圖；及 圖 25為根據實施例之多孔徑成像裝置中的致動器之配置之示意圖。
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